
操作操作操作操作

1. 適応に則った症例の選択 □
2. CT 読影とサイジング、デバイスの組み合わせを含むプランニング □
3. アクセスルートの評価と適切なConduit等を用いたアプローチ □
4. カテーテル、GWなどの併用品の準備 □
5. デバイス留置位置とデバイスサイズ選択の為の造影 □
6. プロキシマルデバイスの確認と準備 □
7. ステントグラフトの挿入 □
8. 留置位置の確認(C-armの角度等） □
9. デバイスの留置位置 □
10. デバイスの留置手順 □
11. 追加ステントグラフトがない場合は18へ □
12. 追加デバイス留置のための造影（C-armの角度など） □
13. 適切な追加デバイスの選択 □
14. 追加デバイスの確認と準備 □
15. ステントグラフトの挿入 □
16. デバイスの留置位置、オーバーラップ長 □
17. ステントグラフトの留置手順 □
18. 確認造影 □
19. 必要に応じた圧着バルーンの使用 □
20. アクセスルートの確認、適切な処置 □
21. システムの抜去 □
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